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Der duflerst dynamische Markt mobiler Kommunikation mit einer
Stlickzahl von 1 Milliarde neu produzierter Telefone im Jahr 2006 und
einer Durchdringung von bereits mehr als 40% der Weltbevoélkerung
erfordert hochste Anstrengungen auf den Gebieten Materialforschung,
Komponentenentwicklung, Integrationstechnologien, Systemdesign-
methoden und Softwaretechnologien, um Herausforderungen wie dras-
tische Miniaturisierung bei gleichzeitiger Erhéhung von Funktionalitét
und Leistungsféhigkeit unter héchstem Kostendruck gewachsen zu
sein. Im analogen Frontend des Mobiltelefons, dem Radio werden ver-
schiedenste aktive und passive Komponenten (Si, GaAs, SOS, SAW,
BAW, SMD...) bis hin zu hochintegrierten Modulen (SiP, LTCC,
SMT, Wirebond, Molding, ...) eingesetzt. Nur mit heterogenen Tech-
nologien kombiniert mit innovativen Losungsansatzen kénnen die o-
ben genannten Herausforderungen erfillt werden. In diesem Vortrag
wird auf passive Bauelemente, RF-Module, Integrationstechnologien
und Roadmaps fur Mobilfunkgerate eingegangen. AnschlieBend wird
uber Stand und Aktivitadten der Arbeitsgruppe ,,Technologien fir In-
formation und Kommunikation* der ,,European Technology Plattform
of Smart Systems Integration“ berichtet.
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